
はんだ接合部のTEM分析

はんだ接合部の合金相形成状態と微小なボイドを確認するにはFIBとTEMが必要です。

従来の機械研磨と光学顕微鏡やSEM-EDX、EPMAによる分析

FIBとTEMによる観察

⚫ ダレや段差は発生しません
⚫ 合金相とはんだの境界が明瞭に
識別できます

FIB加工SIM(注)観察 TEM観察

カーケンダルボイド

無電解Ni-Pめっき

P-rich層

合金相

合金相

P-rich層

無電解Ni-Pめっき

カーケンダルボイド

⚫ 分解能が高く、ボイドがはっきりと観察
できます

注 SIM：走査イオン顕微鏡(FIBを用いて観察します)

⚫ 研磨でダレや段差が生じ、ボイドがわかりにくい
⚫ 合金相とはんだの境界などがはっきりしない
⚫ SEM-EDXやEPMAでは、微小部の分析が不十分

FIBとTEMで確実な
情報が得られます

プリント基板

Cu端子
はんだ

無電解Ni-Pめっき

Sn-Ag-Cuはんだ

SEM観察光学顕微鏡観察

Cuパターン



お問い合わせ先

BS2-006PAS-12Copyright 2021 Eurofins FQL Ltd.

ユーロフィンFQL株式会社
信頼性評価、環境試験、故障解析、品質保証サポート

https://www.eurofins.co.jp/efql/contact

9時～17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く

TEM-EDXによる分析

電解Niめっき上のはんだ接合部のTEM分析結果

無電解Ni-Pめっき上のはんだ接合部のTEM分析結果

EDX分析結果と相図から、

組成を推定いたします

⚫ TEM-EDX の測定スポットサイズは 1 nm

SEM-EDX、EPMA の 1/1000です


